
附件:

20项国家标准名称及主要内容

	序号
	计划编号
	标准名称
	性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	20154250-T-339
	半导体集成电路 串行NAND型快闪存储器接口规范
	推荐
	规定了串行NAND型快闪存储器的物理接口、存储阵列架构、指令定义以及参数说明等内容。

适用于串行NAND型快闪存储器的设计和使用。
	
	

	
	20154228-T-339
	半导体集成电路 串行NOR型快闪存储器接口规范
	推荐
	规定了串行NOR型快闪存储器的物理接口、存储阵列架构、指令定义以及参数列表说明等内容。

适用于地址为24位的串行NOR型快闪存储器的设计和使用。
	
	

	
	20154229-T-339
	半导体集成电路 低电压差分信号电路测试方法
	推荐
	规定了眼图高度、眼图宽度、确定性抖动、互补态共模输出电压的变化、差分输出电压、互补态差分输出电压的变化、LVDS输出短路电流、LVDS输出高阻态电流等参数测试方法。

适用于半导体集成电路低电压差分信号电路的电参数测试。
	
	

	
	20154235-T-339
	半导体集成电路 电平转换器测试方法
	推荐
	规定了电平转换器参数测试原理及测试方法，功能性能的测试原理与方法。

适用于半导体集成电路电平转换器的电参数测试。
	
	

	
	20154236-T-339
	半导体集成电路 电压调整器测试方法
	推荐
	主要从测试项目类别、测试方式方法、测试精度、电压稳定性、输出电流能力等相关方面对电压调整器的通用测试方法进行修订和补充。

适用于半导体集成电路电压调整器的电参数测试。
	
	GB/T 4377-1996

	
	20154227-T-339
	半导体集成电路 模拟开关测试方法
	推荐
	规定了双极、MOS、结型场效应半导体集成电路模拟开关电参数测试方法从测试项精度、多路复用及多路转换功能验证相关方面对模拟开关电路的通用测试方法进行修订。

适用于双极、MOS、结型场效应半导体集成电路。
	
	GB/T 14028-1992

	
	20154246-T-339
	半导体芯片产品 第1部分：采购和使用要求
	推荐
	规定了半导体芯片在设计、采购、制造和测试等方面的要求，尤其是在质量、测试、可靠性方面给出了指导性要求，也在包装、运输、出处等方面也给出了详细的指导性要求。
适用于半导体芯片产品的采购和使用。
	IEC 62258-1
	

	
	20154243-T-339
	半导体芯片产品 第2部分：数据交换格式
	推荐
	规定了可用于数据交换的数据格式，此格式在GB/T XXXX半导体系列标准的其他部分有应用，同时所有使用到的参数定义依据GB/T 17564的准则和方法。

适用于芯片产品的数据交换格式的应用。
	IEC 62258-2
	

	
	20154241-T-339
	半导体芯片产品 第3部分：操作、包装和贮存指南
	推荐
	规定了半导体芯片产品在操作、包装和储存过程中的着装、洁净区、工具、静电防护、减薄、划片、分选、存放、传送、包装、运输、短期储存、长期储存、可追溯性等方面的一般要求。

适用于用于指导半导体芯片产品的操作、包装、储存和应用。
	
	

	
	20154233-T-339
	半导体芯片产品 第4部分：芯片使用者和供应商要求
	推荐
	规定了半导体芯片产品的基准位置、基准几何数据、仿真器、终端组、排列等方面信息内容给出了指导性要求，用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用。芯片使用者和供应商之间都应遵守的信息交流内容及格式等。

适用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用。


	IEC 62258-4
	

	
	20154226-T-339
	半导体芯片产品 第5部分：电学仿真要求
	推荐
	规定了范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、电学仿真模型的要求和附录等内容。

适用于指导半导体芯片产品的生产、供应和使用。
	IEC 62258-5
	

	
	20154232-T-339
	半导体芯片产品 第6部分：热仿真要求
	推荐
	规定了带互连结构或不带互连结构裸芯片、封装芯片和热仿真模型的热仿真信息要求。

适用于评估半导体芯片产品及其与电路板构成电子系统或整机的热学性能。
	IEC 62258-6
	

	
	20154244-T-339
	半导体芯片产品 第7部分：数据交换的XML格式
	推荐
	规定了一种XML格式，给格式定义了数据交换所需的元素。满足半导体芯片产品系列标准中定义的交换结构进行了补充，并兼容了第4部分标准中的信息表，同时对信息表进行补充。

适用于信息系统和电子商务等领域中。
	IEC 62258-7
	

	
	20154234-T-339
	半导体芯片产品 第8部分：数据交换的EXPRESS格式
	推荐
	规定了数据交换使用的EXPRESS语言的格式要求，用以记录芯片产品的各种信息，确保数据交互过程的正确性。

适用于信息系统和电子商务等领域中。
	IEC 62258-8
	

	
	20154237-T-339
	非易失性存储器耐久和数据保持试验方法
	推荐
	规定了耐久和数据保持试验的试验方法。包括技术内容中的原理、设备、程序等内容。

适用于电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）、快闪存储器（Flash）以及内嵌上述存储器的集成电路。
	
	

	
	20154249-T-339
	集成电路 倒装焊试验方法
	推荐
	规定了倒装焊集成电路封装工艺中凸点共面性、凸点剪切力、芯片剪切拉脱力、焊点缺陷、底部填充缺陷等方面相关的物理试验方法。

适用于陶瓷封装或塑料封装的倒装焊单片集成电路。
	
	

	
	20154230-T-339
	数字集成电路 输入/输出电气接口模型规范
	推荐
	规定了适用范围、术语和定义、大纲、模型结构、详细模型描述、模型的等级等内容。

适用于数字集成电路的电气特性分析。
	IEC 62404
	

	
	20154242-T-339
	微波电路 频率源测试方法
	推荐
	规定了频率源的输出频率、频率准确度、电调灵敏度、输出功率、功率温度稳定度、谐波抑制度、杂波抑制度、单边带相位噪声和跳频时间等电参数的测试框图、测试步骤等内容。

适用于微波频率源，包括直接模拟合成源、直接数字合成源、间接模拟合成源和间接数字合成源。
	
	

	
	20154247-T-339
	微波电路 压控振荡器测试方法
	推荐
	规定了压控振荡器的频率范围、长期频率稳定度、输出功率、带内功率波动、功率温度系数等电参数的测试框图、参数计算、测试步骤等内容。

适用于双极晶体管（BJT）和场效应管（FET）制造的压控振荡器的电参数测试。
	
	

	
	20154248-T-339
	微波电路 噪声源测试方法
	推荐
	规定了微波噪声源的超噪比、超噪比温度系数、插入损耗、电压驻波比等电参数的测试的一般要求、注意事项、测试框图、参数计算、测试程序、规定条件等内容。

适用于微波噪声源的电参数测试。
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